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STRUCTURE DE BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE 

L'invention a pour objet une structure de blindage 6lectromagn§tique et 
10 concerne plus particull6rement la connexion 6!ectrique S la masse de cette 
structure. 

Une structure de blindage 6lectromagn6tique est par exemple ut!lis6e dans 
un 6cran de visualisation tel qu'un 6cran plasma. 

Un 6cran plasma comporte un melange de gaz plasmagdne (Ne. Xe. Ar) 

1 5 emprisonn6 entre deux feuilles de verre, et des luminophores dlspos6s sur ia face 
interne de la feuille arri^re de I'^cran. Le rayonnement lumineux ultraviolet §mis 
par le melange de gaz plasmagene lors de la d6charge plasma entre les deux 
feuilles de ven-e interagit avec les luminophores de la face interne de la feuille 
ani§re pour produire le rayonnement lumineux visible (rouge, vert, bleu). Un 

20 m^canisme de d§sexcitation des particules de gaz rentre en competition avec 
remission U.V., ce qui engendre un rayonnement infrarouge entre 800 et 1250 nm 
dont la propagation, principalement au travers de la face avant de r6cran. peut 
etre a I'origine de perturbations trds g§nantes, notamment pour les 6quipements 
situ6s d proxlmit§s et commandos par infra-rouge, par exemple au moyen de 

25 teiecommandes. 

Par allleurs, comme tous les appareils 6lectronlques, les 6crans plasma 
poss^dent des systemes d'adressage (drivers) qui peuvent gen6rer un 
rayonnement parasite vis-dk-vis d'autres disposittfs avec lesquels lis ne doivent pas 
interf§rer tels que microordinateurs, telephones portables... 

30 Afin d'annlhller, et pour le moins reduire, la propagation de ces 

rayonnements, une solution consiste d disposer contre la face avant de I'ecran de 
visualisation une stmcture S la fois transparente et metallisee pour assurer un 
blindage eiectromagnetlque. 

Un exemple de structure de blindage connu tel qu'illustr6 sur la figure 1 

35 comporte deux substrats en verre 10 et 11 entre lesquels sont feuilletees deux 



wo 2005/004574 PCT/F1J2004/001429 

2 

feuilles de matldre thermoplastique en PVB 12 et 13 et une feuille en PET 14 sur 
laquelle est d§pos§e par photolitographie une grille en culvre 15 constltuant 
I'6l6ment conducteur de blindage 6lectromagn6tique de la sfructure. la feuille en 
PET 14 6tant feuilletee entre les deux feuilles de PVB 12 et 13. La connexion 
5 6lectrique de la grille en cuivre d la masse est r6alis6e ^ I'aide de conducteurs 
plats tels des bus-bar 16 soud6s d'une part ^ la grille de cuivre 15, et rell6s 
d'autre part d un cadre m§tallique 17 relie ^ la masse. Ce cadre m6tallique 
constitue le cadre de I'ecran de visualisation et sert de support ^ la structure de 
blindage assoclee d r§cran. 
10 Pour maintenir en position les conducteurs plats 16 en vue de leur soudage 

sur rune des faces de la grille en cuivre 15. les conducteurs fomient un retour sur 
la tranche de la feuille en PET 14, le soudage a lieu lors de I'assemblage de la 
feuille en PET et des feuilles en PVB par chauffage des matieres 
thermoplastiques. 

15 Dependant une mauvaise manipulation des feuilles de PVB et/ou une 

mauvalse operation d'assemblage des feuilles de PVB et de la feuille de PET 
comportant les conducteurs peuvent engendrer des defauts dans la structure tels 
que des deques entre les feuilles de mati^re plastique. De tels defauts sont 
visibles ^ I'oell nu et un tel produit ne peut alors pas etre utilise dans des 6crans 

20 de visualisation. 

De plus, rabattre et coller de manidre propre et sans d6fauts les conducteurs 
plats sur la tranche de la feuille en PET pour fomier les retours n'est pas une 
etape rapide dans un proc6d6 de fabrication industriel. Et si ce pliage est mal 
realise, il peut conduire d une coupure en coin des retours. 

25 Par consequent, la dependence de manidre solidaire des moyens de 

connexion electrique. constitu§s par les conducteurs plats, d r6l6ment conducteur 
de blindage et a la feuille de PET support de r6l6ment conducteur de blindage ne 
permet pas une facillt§ de fabrication de la stmcture de blindage. 

L'invention a done pour but de pallier d ces inconv6nients en proposant une 

30 structure de blindage 6lectromagnetique qui autorise une connexion plus simple 
de r6l6ment conducteur de la stmcture d la masse 6lectrique, par exemple de 
i'ecran auquel elle est associee. 

Selon l'invention, la stmcture de blindage 6lectromagnetique comportant au 
moins un premier substrat transparent, un element conducteur depose sur une 
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feuille de support transparente en mature plastique ou bien d6pos6 sur le premier 
substrat. ainsi qu'une feuille de liaison transparente en mati6re plastique qui 
assure I'assoclatlon de I'^tement conducteur au substrat par I'assemblage de la 
feuille de support a la feuille de liaison ou bien qui recouvre I'element conducteur 
lorsque celui-ci est d6pos6 directement sur le substrat. une feuille supptementaire 
ou de recouvrement transparente pouvant §tre 6ventuellement associ^e d la 
feuille de support contre la face oppos6e a la face assocl6e ^ la feuille de liaison 
ou bien pouvant etre 6ventuellement associee a la feuille de liaison lorsque 
r6l6ment conducteur est depose directement sur le substrat. des moyens de 
connexion 6lectrique 6tant destines d Stre relics d I'6l6ment conducteur pour la 
mise ^ la masse de ce dernier, est caract6rls6e en ce que Tune au moins de la 
feuille de support, de la feuille de liaison, ou de la feuille suppl6mentaire ou de 
recouvrement lorsqu'elle est pr6sente est. sur au moins I'un de ses c6t§s 
agenc^e en retrait vers Fint^rieur de la structure par rapport au bord libre associ6 
du substrat transparent de mani6re d lalsser d6gag6e sur au moins Tune des 
faces de r6l6ment conducteur une portion, les moyens de connexion etant 
rapport6s contre, et/ou relics, S cette portion degag^e. 

On nomme faces de I'etement conducteur. les surfaces s'etendant selon les 
plus grandes dimensions. 

Selon un premier mode de realisation, la structure dont r6l§ment conducteur 
est depos6 sur la feuille de support, est caract6ris6e en ce que r6l6ment est 
dispose en feuillete entre la feuille de liaison et la feuille de support, et au moins la 
feuille de liaison est. sur au moins I'un de ses c6t6s. agenc6e en retrait par 
rapport au bord libre associd du substrat transparent de manifere d lalsser place d 
une partie libre du substrat transparent et a une portion d6gagee de r§lement 
conducteur. cette partie libre 6tant en regard de la portion d§gag6e de l'el§ment 
conducteur. et que les moyens de connexion sont rendus solidaires par collage de 
la partie libre du substrat. et sont rell6s a la portion d6gag6e de reiement 
conducteur dispos6e en regard de la partie libre par des moyens de liaison 
30 eiectrlque. 

Selon un deuxieme mode de realisation, la structure dont I'6l6ment 
conducteur est depose sur la feuille de support, est caracteris6e en ce que 
I'element conducteur est dispose en feuillete entre la feuille de liaison et la feuille 
de support, et au moins la feuille de support, et la feuille suppiementaire 
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lorsqu'elle est pr6sente sont. sur au moins I'un de leurs cdtes. agencies en r^trait 
par rapport au bord libre associ§ du substrat transparent de manl^re d laisser 
place a une portion d6gag6e de I'etement conducteur. et que les moyens de 
connexion sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage m§canlque a la 
5 portion d§gag§e de l'6tement conducteur. 

Selon un trolsidme mode de realisation, la structure dont r6l6ment 
conducteur est d6pos§ sur la feuille de support et comportant la feuille de 
recouvrement, est caracteris6e en ce que r§l6ment conducteur d6pos6 sur la 
feuille de support est dispose ^ Topposd de la feuille de liaison et agenc6 en 
10 feuillet§ entre la feuille de support et la feuille de recouvrement. la feuille de 
recouvrement 6tant sur au moins I'un de ses c6t6s. en retrait vers rint§rleur de la 
structure par rapport au bord libre associ^ du substrat transparent pour laisser 
place a une portion degag^ de I'6l6ment conducteur. et que les moyens de 
connexion sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage m6canique de la 
1 5 portion d6gag6e de I'6l6ment conducteur. 

Selon un quatri§me mode de realisation, la structure reiement conducteur 
est depose sur le substrat. est caracterisee en ce qu'au moins la feuille de liaison 
et la feuille de recouvrement lorsqu'elle est presente sont sur au moins I'un de 
leurs cdtes, en retrait vers I'interieur de la structure par rapport au bord libre 
associe du substrat transparent pour laisser accessible la portion degagee de 
reiement conducteur, et que les moyens de connexion sont rendus solidaires par 
collage et/ou par serrage mecanique de la portion degagee de I'eiement 
conducteur. 

Selon une caracteristique. Peiement conducteur est une couche metallique ^ 
base d'argent. En variante. I'eiement conducteur est constitu6 d'une grille de fils 
conducteurs. de preference en cuivre. 

Selon une autre caracteristique. les moyens de connexion sont constitues 
d'un conducteur plat tel qu'un bus-bar ou un ruban de mousse conductrice. 

Avantageusement. I'ensemble de la peripherie du premier substrat de la face 
situee vers I'interieur de la structure ou bien la partie libre dudit premier substrat 
est recouverte d'un email. 

De preference, la portion degag6e correspond ^ la maniere d'un cadre, d 
I'ensemble de la peripherie de I'une des faces de I'eiement conducteur. 
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Selon une autre caract6ristique, la feuille de support est en mati^re 
plastique. par exemple en PET ou d base de I'une des matures suivantes. 
polycarbonate. polym6thyl(m6tha)acryIate. polyether sulfone. polyetherketone. et 
acyronltrile-styr6ne copolymdre. Par ailleurs, la feuille de liaison, la feuille 
i suppl§mentaire et la feuille de recouvrement sont en matiere plastique, telle qu'en 
polyvinylbutyral, ou en polyur6thanne, ou en ethyl§ne-vinyl-acetate. 

Dans son utilisation, la structure est par exemple encastr^e dans un cadre 
dont la partie int6rieure est m§tallique et centre laquelle courent les moyens de 
connexion. 

Enfin, la structure peut §tre assemb!§e ^ la face avant d'un 6cran de 
visualisation, tel qu'un 6cran plasma, et relive d la masse 6lectrique de cet 6cran. 

D'autres avantages et caract6ristlques de invention vont d present 6tre 
d^crits plus en detail en regard des dessins annexes sur lesquels : 

• La figure 1 est une vue en coupe d'une structure de blindage 
1 5 6lectromagn6tique pour un 6cnan de visualisation selon I'art ant^rieur; 

• Les figures 2, et 3a, 3b et 4a. 4b et 5 sont des vues en coupe d'une 
structure de blindage 6lectromagnetique selon respectivement quatre modes de 
realisation de I'invention. 

Sur les figures 2, 3a. 3b. 4a. 4b et 5 sont illustr6s ^ titre d'exemples non 
20 limitatifs quatre modes de realisation d'une structure de blindage 
electromagn6tique 2 destin6e par exemple d §tre assocl6e d la face avant d'un 
ecran de visualisation, ici non illustr6, tel qu'un 6cran plasma. Seul est represents 
partiellement le cadre 5 de I'Scran dans lequel est encastr6e la structure de 
blindage 2. L'Invention realise la connexion 6tectrique de la structure de blindage 
25 ^ la masse eiectrique de I'Scran. 

Pour plus de details sur les modes de realisation de la structure de 
blindage et leurs variantes, on se r6ferera d la demande de brevet frangais 
FR 03/04636. 

La structure de blindage 2 comporte au moins un premier substrat 
30 transparent 20 de type vemer de preference, eventuellement un second substrat 
transparent 21 de type verrier, et un element conducteur 30 de blindage 
eiectromagnetique associe au premier substrat. Des moyens de connexion 
eiectrique 40 sont rapportes et sont destines ^ relier eiectriquement I'eiement 
conducteur 30 d une partie conductrice 50 de I'ecran. telle que I'lnterieur 
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m^tallique du cadre 5 supportant la structure de blindage pour son association d 
recran. la partie int6rieure m6tallique 50 6tant destin6e d §tre relive d la masse de 
r§cran. 

La structure de blindage 2 est ainsi disposee dans le cadre 5 destine a etre 
i assocle d I'ecran par des moyens usuels de fixation m6canique. Le premier 
substrat verrier 20 est destine a etre face au spectateur, qu'on d^finira dans la 
suite de la description comme le c6te avant de la structure, tandis que le second 
substrat 21 est destin§ ^ etre en regard de I'ecran. c'est-d^ire du cote arridre de 
la structure. 

Avantageusement, le premier substrat 20 est en verre tremp6 pour r6sister 
^ des chocs, et pr6sente sur sa face exteme du c6t6 du spectateur une couche 
anti-reflets. 

L'6l§ment conducteur 30 est par exemple constitue d'une grille de fils 
m6talliques. avantageusement en culvre, d§pos§e sur une feuille de support 31 
15 transparente en mati^re plastlque, par exemple en PET ou d base de I'une des 
matidres suivantes. polycarbonate. polym6thyl(m§tha)acrylate, polyether sulfone, 
polyetherketone, et acyronltrile-styrSne copolym6re. 

En variante, r§l6ment conducteur 30 peut §tre plutdt une couche 
m6tallique. telle qu'a base d'argent. d§posee sur la feuille de support 31 en 
20 mati§re plastique ou bien depos§e directement sur la face interne du substrat 20 
vers I'int^rieur de la structure. 

La structure 2 comporte 6galement une feuille de liaison 22 transparente 
en matiere plastique, telle qu'en polyvinylbutyral. ou en polyur6thanne, ou en 
ethylene-vinyl-ac6tate, dispos6e centre le premier substrat 20. 

La feuille de liaison 22 assure, lorsque r6l6ment conducteur 30 est rapportd 
sur la feuille de support 31, rassoclatSon de r6l6ment conducteur au premier 
substrat 20 par {'assemblage de la feuille de support 31 de l'§I§ment conducteur ^ 
ladite feuille de liaison 22 apr^s chauffage des matidres plastiques. 

Lorsque I'^lement conducteur 30 est depose directement sur le substrat 20, 
30 la feuille de liaison 22 assure hotamment I'associatlon du substrat ^ tout autre 
^i^ment. 

Contrairement § I'art anterieur pour lequel la connexion §lectrique de 
l'§l§ment conducteur de blindage est r§alisee par des conducteurs plats qui 
d6pendent et recouvrent les tranches de J'6I6ment conducteur et de la feuille de 
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support (figure 1). la connexion selon I'invention est obtenue comme il va etre 
expllque. directement sur I'une des faces de r§I6ment conducteur et en y 
rapportant les moyens de connexion apr6s fabrication de la structure. 

Dans le mode de realisation illustrSe sur la figure 2, la feuille de liaison 22 
5 ne s'6tend pas jusqu'aux bords du premier substrat verrier 20 mais est en retrait 
vers rint6rieur de la structure de mani6re ^ laisser place a un partie libre 20a. 
avantageusement sur {'ensemble de la p6riph6rie interne du substrat verrier. cette 
partie libre du substrat 6tant de preference recouverte d'un email de couleur noir. 
Les moyens de connexion 40 sont fixes sur cette partie libre 20a et 
10 s-etendent sur la partie conductrice interieure 50 du cadre 5. Les moyens de 
connexion 40 consistent par exemple en un bus-bar, fixe par collage par exemple, 
sur cette partie libre 20a de la peripherie du substrat verrier. remail noir cachant la 
vision depuis I'exterieur de ces moyens de connexion. 

Quant S reiement conducteur 30 positionne sur la feuille de support 31 et 
15 en regard de la feuille de liaison 22. il s'etend au-delS de la feuille de liaison 22 de 
maniere qu'une portion 32 de sa face 30a en regard de la feuille de liaison 22 soit 
positionnee en regard de la partie libre 20a sur laquelle sont fixes les moyens de 
connexion 40. La portion 32 correspond de preference ^ I'ensemble de la 
peripherie de I'une des faces, ici la face 30a. de I'eiement conducteur. La liaison 
20 eiectrique entre les moyens de connexion 40 et la portion 32 de reiement 
conducteur en regard des moyens de connexion est assuree par tous moyens de 
liaison eiectrique adaptes 41. par exemple une couche de colle conductrice ou un 
ruban adhesif conducteur du type en cuivre. 

Dans ce mode de realisation, la structure comporte le second substrat 
25 verrier 21 qui presente des dimensions equivalentes d la feuille de support 31. II 
est associe d la feuille de support gr^ce d une feuille suppiementaire 23 en 
matiere plastique telle que du PVB de dimensions equivalentes 4 celles de la 
feuille de support 31 et du substrat verrier 21 . 

En variante mais non illustre. la structure peut ne pas comporter de second 
30 substrat vemer. et la feuille de support 31 constitue alore directement la face 
arriere qui est destinee S etre associee d recran. 

Dans la second mode de realisation illustre sur les figures 3a et 3b pour 
lequel reiement conducteur 30 reste feuillete entre la feuille de support 31 et la 
feuille de liaison 22. il n'est pas necessaire que la feuille de liaison 22 soit 
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diminu§e en superficie par rapport au premier substrat verrier. Par contre. la 
feuilie de support 31 est en retrait par rapport d r6l§ment conducteur de manl6re d 
laisser d6passer une portion 32 de sa face 30b. face assoclee ^ la feullle de 
support 31. Cette portion 32, qui con-espond de preference d I'ensemble de la 
5 p6riph6rle de la face 30b. est alors directement accessible depuis i'arri^re de la 
stmcture pour recevoir par application et par pression mecanique les moyens de 
connexion 40. 

Les moyens de connexion 40 peuvent par exemple dtre constitues d'un 
bus-bar. Ce bus-bar est par exemple plaqu6 contre la portion 32 de la face 30b de 

10 I'element conducteur par le serrage d'une patte m6tallique 51 solidaire du cadre 5 
de mise A la masse electrique (figure 3a). ou blen etre press6 contre la portion 32 
par une partie 52 du cadre de I'^cran qui vient s'lns6rer entre la structure et la 
partle conductrlce 60 du cadre (figure 3b). Le serrage m6canique des moyens de 
connexion 40 est en fait realise par tous moyens adapt^s et a port6e de I'homme 

15 del'art. 

En variante. les moyens de connexion 40 peuvent §tre constitues d'une 
mousse conductrlce qui est adhesive pour dtre rendue solidaire de la portion 32 
de l'6l§ment conducteur et de la partle conductrice 50 du cadre, cette mousse 
6tant d6pos6e par une technique d'extrusion ou d'injection. 

20 Dans ce second mode de realisation, le second substrat verrier 21 qui est 

rendu solidaire de la feuilie de support 31 gr§ce ^ une feuilie suppl§mentalre 23 
en mati§re plastique telle que du PVB est aux dimensions de la feuilie 
suppl6mentaire et de la feullle de support. 

En variante mals non illustrS et comme dans le premier mode de 

25 realisation, la structure peut ne pas comporter de second substrat verrier 21 . et la 
feullle de support 31 constitue alors directement la face arridre qui est destln^e d 
§tre associee ^ I'ecran. 

Dans le troisldme mode de realisation (figures 4a et 4b), I'element 
conducteur 30 est dispose, non pas en feulllet6 entre la feuilie de liaison 22 et la 
30 feuilie de support 31. mars d I'oppose de la feuilie de liaison 22. Dans ce cas. la 
structure 1 comporte en outre une feuilie de recouvrement 24 transparente en 
mati^re plastique. telle qu'en PVB. Cette feuilie de recouvrement 24 est depos6e 
contre I'element conducteur 30 de manidre d fomier une couche de protection. 
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Elle permet de plus rassociatlon de l'6l§ment conducteur 30 au second substrat 
21 par I'assemblage de ladlte feuille de recouvrement audit substrat. 

Cette disposition de r6l6ment conducteur 30 plac6 du c6t6 arridre de la 
structure et done a I'oppos^ du spectateur engendre un emplacement de la feuille 
5 de support 31 en PET du o6t6 du spectateur. Lorsque I'^lement conducteur est 
une grille en cuivre. {'interface de collage entre la grille et le PET pr§sente de 
mani^re connue un pigment noir qui se trouve alors du c6t6 du spectateur. Cette 
configuration presente alors I'avantage d'attenuer le reflet rouge du cuivre de 
r§lement conducteur, le confort visuel du spectateur 6tant encore am6lior6. 
10 Dans ce troisidme mode de realisation, les feuilles de liaison 22 et de 

support 31 n'ont pas besoin d'etre en retrait par rapport au premier substrat 20, et 
peuvent etre de dimensions 6qulvalentes au premier substrat. L'6l6ment 
conducteur 30 s'6tend §galement sur I'ensemble de la superficie de la feuille de 
support 31, et done jusqu'aux bords du substrat 20. Par centre, la feuille de 
15 recouvrement 24 est de dimensions inf6rieures, et en retrait vers I'int^rieur de la 
structure de mani§re d laisser accessible une portion 32. de preference sur 
rensemble de la p6ripherie, de la face 30a oppos6e ^ la feuille de support 31. Le 
second substrat ven-ier 21 qui est rendu solidaire de la feuille de recouvrement 24 
est aux dimensions de ladite feuille. 

De maniere similaire au deuxi^me mode de realisation, les moyens de 
connexion 40 sont agenc6s directement par I'arridre centre la portion 32 de la face 
30b de reiement conducteur. Les variantes de realisation des moyens de 
connexion 40 et de leur application sont aussi celles d6crites dans le second 
mode de realisation. 

Dans le quatridme mode de realisation (figure 5). retement conducteur 30 
est depose sur la face Inteme du premier substrat 20, vere rinterieur de la 
structure, reiement conducteur se pr6sentant sous fomie de couche metallique. 
telle qu'd base d'argent. La structure comporte une feuille de liaison 22 qui peut 
assurer I'assemblage du premier substrat 20 avec le second substrat verrier s'il 
30 est present (ici non illustre) ou I'assemblage direct avec I'ecran. La structure peut 
eventuellement comporter une feuille de recouvrement 24 en matidre plastique 
telle qu'en PVB qui permet d'assurer une autre fonction que la fenetien remplie 
par la feuille de liaison 22. ou de pret6ger la feuille de liaison 22 si eelle-cl est faite 
d'une matiere qui peut etre facilement rayee par exemple et de constituer alors 
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une feuille d'assemblage de la structure avec le second substrat verrier s'il est 
present (id non illustre sur la figure 5) ou blen une feuille d'assemblage de la 
staicture directement avec I'^cran. 

Dans ce quatridme mode de realisation, les feuilles 22 et 24 sent en retrait 
5 vers I'interleur de la structure de maniere d laisser accessible une portion degag6e 
32. de preference sur I'ensemble de la periph6rie. de la face 30b de I'eiement 
conducteur. 

De maniere similaire aux deuxi^me et troisieme modes de realisation, les 
moyens de connexion 40 sont agenc^s directement par I'arri6re centre la portion 
10 32 de la face 30b de I'eiement conducteur. Les variantes de realisation des 
moyens de connexion 40 et de leur application sont aussi celles decrites dans le 
second mode de realisation, ici etant illustrees les pattes de serrage mecanlque 
51. 

A noter que comme dans le premier mode de realisation, le substrat 20 des 
trols autres modes de realisation est recouvert. sur I'ensemble de sa p6ripiierie et 
sur sa face interne vers I'interieur de la structure, d'un email noir qui permet de 
cacher I'ensemble de la connexion eiectrlque. 

Ainsi. selon I'lnvention, I'une au moins de la feuille de support 31 de 
reiement conducteur. de la feuille de liaison 22. et de la feuille suppiementaire 23 
20 ou de la feuille de recouvrement 24 lorsque I'une est presente. est sur au molns 
run de ses c6tes. agencee en retrait vers Tinterieur de la structure par rapport au 
bord libre assocle du premier substrat 20 de maniere d laisser nue ou degagee 
sur au moins I'une de ses faces 30a ou 30b. une portion 32 de I'eiement 
conducteur. Les moyens de connexion 40 reliant I'eiement conducteur 30 a la 
25 masse eiectrlque de I'ecran sont avantageusement un conducteur plat tel qu'un 
bus-bar ou un ruban de mousse conductrice qui est relie e la portion d6gag6e 32 
de I'une des faces 30a ou 30b de I'eiement conducteur 30 par collage ou par 
serrage mecanlque. 

Les moyens de connexion 40 sont ainsi rendus ind6pendants de I'eiement 
30 conducteur 30. la structure de blindage n'ayant pas besoln de comprendre 
intrinsequement les moyens de connexion eiectrlque. ce qui pemiet de faciliter la 
fabrication des structure de blindage et des ecrans. 
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1. Structure de blindage 6lectromagn6tique comportant au moins 

un premier substrat transparent (20). un 6l6ment conducteur (30) d6pos6 sur une 
5 feuille de support transparente (31) en mati^re plastique ou bien depose sur le 
premier substrat (20), ainsi qu'une feuille de liaison transparente (22) en mati^re 
plastique qui assure I'association de r§l6ment conducteur (30) au substrat (20) 
par rassemblage de la feuille de support (31) 4 la feuille de liaison (22) ou bien qui 
recouvre I'el^ment conducteur (30) lorsque celui-ci est d6pos6 directement sur le 
10 substrat (20), une feuille supptementaire (23) ou de recouvrement (24) 
transparente pouvant Stre 6ventuellement associ6e d la feuille de support (31) 
centre la face oppos6e d la face associSe d la feuille de liaison (22) ou bien 
pouvant §tre 6ventuellement associSe d la feuille de liaison (22) lorsque r6l§ment 
conducteur (30) est d§pos§ directement sur le substrat (20). des moyens de 
connexion §Iectrique (40) 6tant destines d §tre reli§s 4 l'6lement conducteur (30) 
pour la mise d la masse de ce dernier. caracteris6e en ce que I'une au moins de 
la feuille de support (31). de la feuille de liaison (22), ou de la feuille 
suppl6mentaire (23) ou de recouvrement (24) lorsqu'elle est pr6sente est, sur au 
moins I'un de ses cotes, agencee en retrait vers I'int6rieur de la structure par 
rapport au bord libre associe du substrat transparent (20) de manidre d laisser 
d6gag§e sur au moins I'une des faces (30a.30b) de r6l6ment conducteur une 
portion (32). les moyens de connexion (40) 6tant rapport6s contre. ef/ou reli6s, d 
cette portion degag^e (32). 

2. Structure selon la revendicatlon 1 et dont I'^tement conducteur (30) est 
25 d6pos§ sur la feuille de support (31). caract6ris§e en ce que r6l6ment conducteur 

(30) est dispose en feuilletd entre la feuille de liaison (22) et la feuille de support 

(31) . et au molns la feuille de liaison (22) est. sur au moins I'un de ses cotes. 
agenc6e en retrait par rapport au bord libre associ6 du substrat transparent (20) 
de mani^re k laisser place a une partie libre (20a) du substrat transparent et 4 

30 une portion d6gag§e (32) de I'^lement conducteur. cette partie libre (20a) 6tant en 
regard de la portion degag6e (32) de I'^tement conducteur. et que les moyens de 
connexion (40) sont rendus solidaires par collage de la partie libre (20a) du 
substrat. et sont rell§s 4 la portion d6gag6e (32) de r§l§ment conducteur disposee 
en regard de la partie libre (20a) par des moyens de liaison 6Iectrlque (41). 



20 



wo 2005/004574 „^ 

"""^"'"••^ PCT/FR2004/001429 

12 

3. Structure selon la revendication 1 et dont r6l6ment conducteur (30) est 
d6pos§ sur la feuiile de support (31). caract6ris6e en ce que l'6I6ment conducteur 

(30) est dispose en feui!let§ entre la feuiile de liaison (22) et la feuiile de support 

(31) , et au molns la feuiile de support (31), et la feuiile supplementaire (23) 
6 lorsqu'elle est pr6sente sont, sur au moins I'un de leurs c6t6s, agencies en retralt 

par rapport au bord libre associ6 du substrat transparent (20) de maniere a laisser 
place ^ une portion degag§e (32) de I'§l6ment conducteur, et que les moyens de 
connexion (40) sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage m6canique d 
la portion d§gag§e (32) de Tel^ment conducteur. 
10 4. Structure selon la revendication 1 et dont I'6l6ment conducteur (30) est 

depose sur la feuiile de support (31) et comportant la feuiile de recouvrement (24), 
caract6ris6e en ce que r§l6ment conducteur (30) d6pos6 sur la feuiile de support 

(31) est dispose d roppos6 de la feuiile de liaison (22) et agenc6 en feuillet6 entre 
la feuiile de support (31) et la feuiile de recouvrement (24), la feuiile de 

15 recouvrement (24) etant sur au moins I'un de ses c6t6s, en retralt vers l'int§rieur 
de la structure par rapport au bord libre associ6 du substrat transparent (20) pour 
laisser place d une portion d§gag6e (32) de I'^lement conducteur, et que les 
moyens de connexion (40) sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage 
m6canique de la portion d§gagee (32) de I'^l^ment conducteur. 

20 5. Stmcture selon la revendication 1 et dont I'§l6ment conducteur (30) est 

d6pos§ sur le substrat (20), caract§risee en ce qu'au molns la feuiile de liaison 
(22) et la feuiile de recouvrement (24) lorsqu'elle est pr^sente sont sur au moins 
I'un de leurs c6tes, en retrait vers I'lnt^rieur de la structure par rapport au bord 
libre associ§ du substrat transparent (20) pour laisser accessible la portion 

25 d6gag§e (32) de l'6lement conducteur, et que les moyens de connexion (40) sont 
rendus solidaires par collage et/ou par senrage m§canique de la portion d6gagee 

(32) de r6l6ment conducteur. 

6. Structure selon I'une quelconque des revendications pr§cedentes, 
caract6ris6e en ce que I'el6ment conducteur (30) est une couche m6tallique d 

30 base d'argent. 

7. Structure selon I'une des revendications 2 a 4, caracterisee en ce que 
I'6l6ment conducteur (30) est constitu6 d'une grille de fils conducteurs, de 
preference en cuivre. 
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8. Structure selon I'une quelconque des revendlcatlons pr6c6dentes. 
caract6ris6e en ce que les moyens de connexion (40) sont constitu6s d'un 
conducteur plat tel qu'un bus-bar ou un ruban de mousse conductrice. 

9. Structure selon I'une quelconque des revendications prec§dentes. 
5 caract§rls6e en ce que I'ensemble de la p§riph§rie du premier substrat (20) de la 

face situee vers rint6rleur de la structure ou bien la partie libre (20a) dudit premier 
substrat est recouverte d'un 6mail. 

10. Structure selon I'une quelconque des revendications pr6cedentes, 
caract6rlsee en ce que la portion d6gag6e (32) correspond d la maniere d'un 

10 cadre, ^ I'ensemble de la p§riph6rie de I'une des faces (30. 30b) de r6l6ment 
conducteur. 

11. Structure selon I'une quelconque des revendications pr6cedentes, 
caracteris6e en ce que la feuille de support (31) est en matifere plastique. par 
exemple en PET ou S base de I'une des matidres suivantes. polycarbonate. 

15 polymethyl(m6tha)acrylate. polyether sulfone. polyetherketone. et acyronitrile^ 
styr^ne copolymdre. 

12. Structure selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caract6ris§e en ce que la feuille de liaison (22), la feuille supplementaire (23) et la 
feuille de recouvrement (24) sont en mati^re plastique. telle qu'en polyvinylbutyral, 

20 ou en polyur6thanne, ou en ethyl6ne-vinyl-ac§tate. 

13. Structure selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes. 
caractdrisee en ce qu'elle est encastree dans un cadre (5) dont la partie int^rieure 
(50) est metallique et centre laquelle courent les moyens de connexion (40). 

14. Structure selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes. 
25 caract6ris6e en ce qu'elle est assembl^e d la face avant d'un 6cran de 

visualisation, tel qu'un §cran plasma, et relive § la masse 6lectrique de cet 6cran. 



2005/004574 




PCT/FR2004/001429 



FIG.1 



FIG. 2 



FIG. 3a 
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